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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信越化学工業株式会社 広報部
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1

 朝日東海ビル

TEL: 03-3246-5091

FAX: 03-3246-5096

２００４年１０月１４日

半導体封止用エポキシモールディングコンパウンドの値上げについて

　信越化学工業株式会社（本社：東京）は平成１６年１１月1日出荷分より、半導体封止用エポキシモールディングコンパウンドの値上げを行う。値上げ額は平均で１００円／Ｋｇ。
　今回の値上げは、石油化学製品価格及びエネルギーコストの高騰により主原料のシリカ粉に加え、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、添加剤などの原料と、更に梱包容器、運賃などの価格上昇に直面した事で、当社の企業努力だけではそれらの価格上昇分を吸収することが難しくなって来ていることによるもの。

当社は、需要家への安定供給のため、シリカ粉の中でも特に市場で需給がタイトな球状シリカの確保、エポキシ樹脂原料メーカーの事業撤退で不足が懸念される原料の確保を行い、また品質向上対策工事などの設備投資を行っている。需要家への安定供給を維持する為にも原料コスト増の価格転嫁に踏み切ったもの。当社では、半導体封止用エポキシモールディングコンパウンドの価格修正は1999年以来５年ぶり。
　当社の半導体封止用エポキシモールディングコンパウンドは、シリコーンの種々の技術を核に、その特性を活かした高機能性樹脂。あらゆる半導体デバイスに幅広く使用されている。


この件に関するお問い合わせは

信越化学工業株式会社　広報部　中村、小石川

Tel０３－３２４６－５０９１までお願い致します
